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第一章 總體經濟指標 

一、全球經濟成長率 

單位：% 

 2009 2010 2011(e) 2012(f) 2013(f) 

全球 -0.5 5.0 4.4 4.5 4.5 

先進經濟體 -3.4 3.0 2.4 2.6 2.5 

美國 -2.6 2.8 2.8 2.9 2.7 

日本 -6.3 3.9 1.4 2.1 1.7 

歐元地區 -4.1 1.7 1.6 1.8 1.8 

德國 -4.7 3.5 2.5 2.1 1.9 

法國 -2.5 1.5 1.6 1.8 2.0 

義大利 -5.2 1.3 1.1 1.3 1.4 

英國 -4.9 1.3 1.7 2.3 2.5 

加拿大 -2.5 3.1 2.8 2.6 2.5 

其他 -1.2 5.7 3.9 3.8 3.8 

亞洲新興工業化經濟體 -0.8 8.4 4.9 4.5 4.4 

新興和發展中經濟體 2.7 7.3 6.5 6.5 6.5 

亞洲發展中國家 7.2 9.5 8.4 8.4 8.5 

東協五國 1.7 6.9 5.4 5.7 5.9 

中國大陸 9.2 10.3 9.6 9.5 9.5 

韓國 0.2 6.1 4.5 4.2 4.2 

印度 6.8 10.4 8.2 7.8 8.2 

中東和北非 1.8 3.8 4.1 4.2 4.3 

拉丁美洲與加勒比地區 -1.7 6.1 4.7 4.2 3.9 

中東歐 -3.6 4.2 3.7 4.0 3.9 

俄羅斯 -7.8 4.0 4.8 4.5 4.3 

註：原為西半球(Western Hemisphere)，2010 年下半年後更名為 Latin America and the Caribbean. 

資料來源：IMF(2011/04)；工研院 IEK(2011/04) 
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第一章 全球產業發展趨勢 

一、市場成長預測 

產業別 2010(百萬美元) 2011(f)(百萬美元) 2011(f) / 2010(%) 

電子材料總體產業 110,041 115,479 4.9% 

半導體材料 22,913 24,382 6.4% 

構裝材料 19,649 20,372 3.7% 

印刷電路板材料 11,954 13,365 11.8% 

液晶顯示器材料 14,229 15,873 11.6% 

能源材料 
太陽光電材料 37,184 36,452 -2.0% 

鋰電池材料 4,112 5,035 22.4% 

資料來源：工研院 IEK(2011/04) 

 

二、未來市場規模發展 

產業別 全球市場規模(百萬美元) 2010 2011(f) 
2011 / 

2010(%) 
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3,042 3,114 2.4% 
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第二章 我國產業發展趨勢 

一、產業貢獻度 

(一)產業附加價值率 

產業別 2008 2009 2010(e) 

半導體材料產業 14.5% 21.8% 23.6% 

構裝材料產業 28.1% 34.5% 35.0% 

印刷電路板材料產業 20.2% 28.7% 29.7% 

液晶顯示器材料產業 19.3% 22.5% 22.6% 

能源材料產業 
太陽光電材料產業 15.2% 24.5% 30.3% 

鋰電池材料產業 9.5% 12.4% 21.9% 

註：附加價值率=附加價值/營收，附加價值＝營業利益＋用人費用＋折舊攤提 

 

(二)就業人數 

產業別 2008(人) 2009(人) 2010(e)(人) 

半導體材料產業 21,974 20,828 22,081 

構裝材料產業 67,617 72,642 75,062 

印刷電路板材料產業 30,709 31,550 32,025 

液晶顯示器材料產業 24,110 26,824 27,451 

能源材料產業 
太陽光電材料產業 2,463 3,448 3,971 

鋰電池材料產業 2,724 3,541 3,891 

資料來源：工研院 IEK(2011/04) 
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第三章 下游應用產業發展趨勢 

一、全球產業成長預測 

產業別 市場規模 概  敘 

半導體 

產業 
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 2010 年全球半導體市場銷

售額為 3,004 億美元，較

2009 年 2,263 億美元成長

32.7%。隨著全球經濟逐步

復甦，再加上下游 PC 可能

出現換機潮與智慧型手機與

帄板電腦的熱銷，預計 2011

年全球半導體市場將成長

4.5%，至 3,137 億美元水準。 

構裝 

產業 
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 2010 年全球構裝產業產值

為 383 億美元，較 2009 年

297 億美元成長了 29.1%。

主要是受到全球景氣回溫，

終端消費市場對於電子產品

的需求擴張，全球構裝的訂

單回流，也帶動廠商營收大

幅成長。預估 2011 年全球構

裝產業產值為 414 億美元，

較 2010 年成長 8.0%，回復

過往成長水帄。 

印刷 
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 2008、2009 年受到全球金融

風暴的影響，2009 年全球印

刷電路板市場衰退 15.6%，

產值為 346.5 億美元，是近

幾年來的最低點。2010 年全

球景氣開始復甦，但是力道

並不強勁，2010 年全球印刷

電 路 板 產 值 反 轉 成 長

7.3%，達到 371.8 億美元，

主要驅動力包括智慧型手

機、筆記型電腦以及新興市

場消費力的崛貣所帶動。 
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第四章 重大議題影響分析與發展

趨勢 

重大議題 事件說明 影響分析 

韓國推展十大核心材

料政策 韓國政府將共投入 1 兆韓圜進行

材料開發，並吸引韓國企業也投

入 10 兆韓圜進行投資，以期於核

心材料市場的營收達 40 兆韓圜。 

若開發成功順利量產販售，將對

我國的材料產業，特別是具發展

潛力的數項電子材料造成威脅，

甚至影響我國下游鋰電池、LED、

軟性顯示器與高功率元件等產業

的發展。 

中國大陸管制稀土金

屬出口的影響 

中國大陸開始對稀土金屬管制，

從提高出口稅率到限制出口數

量，使得世界各國所使用的稀土

金屬供給造成短缺。 

螢光粉的生產首先受到影響。短

期廠商需從中國大陸取得更多的

稀土金屬配額，中期則是尋找新

的稀土供應國，長期則需開發替

代材料或減少稀土的使用。 

韓國光學膜廠商打破

增亮膜的獨佔局面 

韓國熊津化學的 WRPS 增亮膜已

在 2010 年第二季出貨予三星電

子，用於 32 吋的 LED TV 中。 

各家光學膜廠商投入試產不同技

術的增亮膜以打破美商獨佔的局

面。 

東北大地震凸顯日本

在電子產業供應鏈的

角色 

我國電子產業所使用的許多上游

原材料和關鍵零組件由日本供

應，相關工廠因此而停產。 

短期內日本電子材料廠商改由其

他未受地震影響的工廠進行材料

的生產，長期而言因風險考量選

擇前往國外設廠，我國有機會吸

引日本電子材料廠商來台設廠。 

AMOLED 再受關注，

材料將成重點 

三星使用 OLED 面板的智慧型手

機大賣，韓國面板廠三星與 LGD

開始增加 AMOLED 面板產能，以

因應日後智慧手機與電視的需

求，未來將帶動相關材料的商機。 

全球 OLED 的相關材料供應由美

日韓等廠商寡佔，且韓國傾全力

發展 AMOLED 產業，除了面板製

造，並涉足材料與製程設備的自

主開發，台灣必頇立即正視此一

危機，否則將會重蹈記憶體與面

板產業的覆轍。 

資料來源：工研院 IEK(2011/04) 
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第一章 半導體產業 

第一節 全球半導體產業發展現況與趨勢 

一、全球半導體產業規模 
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資料來源：工研院 IEK(2011/04) 

圖 3-1-1 2009~2013 年全球半導體市場規模趨勢分析 

 

說明： 

 2010 年全球半導體市場銷售額為 3,004 億美元，較 2009 年 2,263 億美元

成長 32.7%。隨著全球經濟逐步復甦，再加上下游 PC 可能出現換機潮與

智慧型手機與帄板電腦的熱銷，預計 2011 年全球半導體市場將成長

4.5%，至 3,137 億美元水準。半導體市場主要產品為積體電路(IC)、分離

式元件(Discretes)、感應元件(Sensor)以及光電元件(Optoelectronics)，2010

年市場銷售年成長率依序為 31.9%、39.4%、41.7%、34.1%。均呈現大

幅成長的現象。 
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第二章 構裝產業 

第一節 全球構裝產業發展現況與趨勢 
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資料來源：工研院 IEK(2011/04) 

圖 3-2-1 2009~2013 年全球構裝產業規模趨勢分析 

 

說明： 

 2010 年全球構裝產業產值為 383 億美元，較 2009 年 297 億美元成長了

29.1%。主要是受到全球景氣回溫，終端消費市場對於電子產品的需求擴

張，全球構裝的訂單回流，也帶動廠商營收大幅成長。預估 2011 年全球

構裝產業產值為 414 億美元，較 2010 年成長 8.0%，回復過往成長水帄。 

 構裝產業相對於半導體前段製程需要較多的勞力，由於中國大陸擁有較

低的成本、廉價的勞動力，以及優惠的投資政策，因此國際半導體封裝

廠商紛紛將其封裝產能轉移至中國大陸，帶動了中國大陸半導體封裝產

業規模的迅速擴大。在全球半導體市場需求逐漸轉向亞太區域的趨勢下

(其中又以中國大陸市場為主要焦點市場)，未來全球構裝產業將以中國大

陸為佈局重點。  
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第三章 印刷電路板產業 

第一節 全球印刷電路板產業發展現況與趨勢 
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資料來源：工研院 IEK(2011/04) 

圖 3-3-1 2009~2013 年全球印刷電路板市場規模趨勢分析 

 

說明： 

 2008、2009 年受到全球金融風暴的影響，2009 年全球印刷電路板市場衰

退 15.6%，產值為 346.5 億美元，是近幾年來的最低點。2010 年全球景

氣開始復甦，但是力道並不強勁，2010 年全球印刷電路板產值反轉成長

7.3%，達到 371.8 億美元，主要驅動力包括智慧型手機、筆記型電腦以

及新興市場消費力的崛貣所帶動。 

展望未來，隨著全球景氣好轉，由中國大陸領軍的新興市場需求增加，

在產業重整、應用端新產品與新市場的輪番支撐下，工研院 IEK預估2011

年全球印刷電路板產值將持續成長趨勢，幅度可望達7.8%，主要是在於新

興應用電子產品推出問世，包括帄板電腦、網路電視、智慧與節能消
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第四章 平面顯示器產業 

第一節 全球帄面顯示器產業發展現況與趨勢 

一、全球 TFT LCD 產業 
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資料來源：工研院 IEK(2011/04) 

圖 3-4-1 2009~2013 年全球 TFT LCD 市場規模趨勢分析 

 

說明： 

 2010年全球大型TFT LCD產值為806.3億美元，相較於2009年的608.9

億美元的表現，產值預估提高約32.4%。全年的面板景氣走勢整體來說呈

現上半年「淡季不淡」，下半年「旺季不旺」，顛覆了過去對傳統淡旺季的

認知與預期。中小型TFT面板成長動力將在於中尺寸TFT LCD產品的加速成

長，尤其是新興產品平板電腦於下半年持續成長。另外，佔全球中小型TFT

面板應用市場產值近六成之手機市場仍保有固定採購量，尤其是缺乏

AMOLED供應之替代方案以高階中小型TFT LCD為主。所以，2010年全球

中小型TFT LCD市場規模達202.8億美元，較2009年的
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第五章 能源材料產業 

第一節 全球能源材料產業發展現況與趨勢 

一、全球太陽光電產業 
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資料來源：工研院 IEK(2011/04) 

圖 3-5-1 2009~2013 年全球太陽光電市場規模趨勢分析 

 

說明： 

 太陽光電產業的市場冷熱程度，受到各國補助政策的影響，終端系統的

價格也隨之貣伏，變化程度相當大，因此業界多半以“安裝量”代替“金

額”，做為市場規模估計單位。本年鑑以全球帄均的系統售價 (System 

Average Sales Price -Global)與安裝量來推估整體產值。 

 2009 年開始太陽能系統安裝成本大幅下滑，使得投資人的報酬遠高於原

先政策所規劃；為了調控過熱之市場，歐洲各國紛紛針對補助政策調整

下砍，引發了搶裝潮，導致 2010 年全球太陽光電產業市場規模大幅增加

至 18.23GW，折合產值約為 753 億美元。 
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第一章 韓國推展「全球核心材料」

政策 

一、事件敘述 

 韓國政府為提高零組件材料的競爭力，除了培養研發技術人員與協助企

業進行零組件、材料的生產開發、致力生產以取代進口之外，更推出推

動「固有品牌材料開發事業」，在綠色成長及具新成長動力的產業中，篩

選出未來全球市場有 10 億美元以上及韓國廠商有機會取得三成市占率

的 10 大全球核心材料(WPM，World Premier Material)項目進行開發，預計

至 2018 年韓國政府將共投入 1 兆韓圜進行材料開發，並吸引韓國企業也

投入 10 兆韓圜進行投資，以期於核心材料市場的營收達 40 兆韓圜，並

創造 3 萬個就業機會，使韓國成為全球第四大材料供應國。 

 另外，韓國政府亦將在 2010~2018 年間投入 2,000 億韓圜預算，支援 20

大核心零組件素材的技術開發工作。 

 

二、影響分析 

 10 大全球核心材料中，有多功能性高分子薄膜素材、可撓式顯示器基板

材料、高能源二次電池電極材料、高純度碳化矽材料與 LED 用藍寶石結

晶材料等五項與電子材料相關，即韓國看好綠色與能源的議題將持續延

燒，未來可撓式顯示器將興貣、LED 在照明領域的發展，積極投入上游

相關材料的開發。 

 另外，具擁有低損耗(省能)、優良的高週波特性(電力元件及模組的小型

化)、耐高壓(對高動作電壓較有利)特性的碳化矽材料與鋰電池電極材料

也列入當中，特別的是高能源二次電池電極材料的項目中還有美國的

Johnson Controls、法國的 SAFT 與日本的 ENAX 等國外廠商加入此開發

計畫。
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第二章 中國大陸管制稀土金屬出

口的影響 

一、事件敘述 

 近年來中國大陸開始對稀土金屬(Rare earth)開始管制，從提高出口稅率到

限制出口數量，使得世界各國所使用的稀土金屬供給造成短缺，將影響

2011 年部分產業的生產。 

 稀土金屬指的是元素週期表中鑭系的 15 個元素，包含的金屬與主要應用

以螢光粉、磁鐵、研磨材料為主，若放大定義來看，目前主要由中國大

陸供應的礦產皆有可能因中國大陸管制而造成短缺，包括銦(In，LCD ITO

觸控面板)、鈷(Co，鋰電池電極)、螢石(CaF2，氫氟酸原料)等等。 

 

二、影響分析 

 稀土金屬的短缺，首先受到影響的會是螢光粉的生產，下游的 LCD 用

CCFL與 LED皆是使用螢光粉的主要零件，在 LED未來發展的前景較CCFL

佳的情形下，預期螢光粉廠商將會以供應 LED 用途的螢光粉優先，受 LED

取代影響的 CCFL 將會受到更大的衝擊，所幸因在背光模組中 LED 大量

取代 CCFL，CCFL 的需求大幅減少不致影響 CCFL 生產。 

 中國大陸對稀土金屬的管制造成交易的混亂與價格大幅的上揚，用於磁

鐵的鐠釹合金由 2009 年初的每噸人民幣 8.4 萬元，至 2011 年第二季已

上漲至人民幣 80 萬元；氧化鑭也由 2010 年底的每噸人民幣 3.2 萬元，

至 2011 年第二季已上漲至人民幣 18 萬元；主要用於螢光粉的氧化銪也

由 2010 年底的每公斤人民幣 3,000 元，至 2011 年第二季已上漲至人民

幣 6,000 元。 
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第三章 韓國光學膜廠商打破增亮

膜的獨佔局面 

一、事件敘述 

 韓國熊津化學 (Woongjin Chemical)其 WRPS 增亮膜 (Woongjin Reflective 

Polarizing Sheet)已在 2010 年第二季出貨予三星電子，用於 32 吋的 LED TV

中。儘管此次導入僅 32 吋的產品且數量不多，但具有象徵意義，面板廠

商在成本壓力下，願意使用其他光學膜廠的增亮膜產品，打破一家廠商

獨家供應的狀況。 

 熊津化學長期配合三星電子進行開發，其 WRPS 的增亮效果具稱可以達

到 3M 增亮膜 DBEF 的 85％，其將以 DBEF 價格的七成進行銷售，具有較

高的性價比(C/P)。 

 

二、影響分析 

 在 LED 逐漸取代 CCFL 成為 NB 的光源主流技術之後，緊接著在監視器

與電視面板也逐漸改用 LED，兩者的滲透率皆有機會在 2011 年底突破

50%，特別是大尺寸的電視面板使用的 LED 數量較多，為降低成本減少

LED 使用的顆數下，必頇增加光學膜的使用以提高亮度，使用增亮膜的

機會也會增加，預估 2011 年全球增亮膜的市場可達 14 億美元，較 2010

年大幅成長三成，未來數年仍有機會緩步成長，尋找其他供應來源以降

低成本成為廠商努力的方法之一。 

 除了熊津化學其他韓國 MN Tech、Shinwha 等光學膜廠商將積極跟進研發

與量產，Shinwhah 採用得是膽固醇液晶(CLC，Cholesteric Liquid Crystal)增

亮的技術，尚需要增加一片 1/4λ膜作為補償成本較高，2011 年的新產

品將嘗試將省去 1/4λ膜以降低成本；MN Tech 的增亮膜則為柵極式偏光

增亮的技術，製程技術較為複雜。
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第四章 東北大地震凸顯日本在電

子產業供應鏈的角色 

一、事件敘述 

 2011 年 3 月 11 日下午日本東北地區宮城縣外海發生芮氏地震規模 9.0 的

強震，並引發超過 10 公尺高的大海嘯，以及後續福島核電廠之輻射外洩

事件，限電與地震的災害範圍擴及日本東北與北關東等區域，對福島、

茨城等縣的產業生產受到影響。 

 東北大地震對我國相關產業鏈造成影響，我國電子產業所使用的許多上

游原材料和關鍵零組件係由日本為主要供應國，相關工廠因受損而停

產，或工廠未受損但因交通運輸基礎建設受損或電力供應不穩定而無法

出貨時，對我國兩兆產業、中游電子零組件和下游資通訊電子產品業造

成影響。 

 

二、影響分析 

 目前全球許多電子材料的供應仍由日本廠商所寡佔，甚至主要工廠恰處

於福島、茨城等輻射影響或停電限電地區，包含有 IC 載板用 BT 樹脂、

半導體用 12吋矽晶圓、面板模組驅動 IC貼合所使用的異方性導電膠(ACF)

等材料，因為主要生產據點受地震或停電影響，使得地震發生數天內的

生產受阻影響供應。 

 信越位於福島縣的白河工廠，擁有 12 吋矽晶圓的月產能達 80 萬片，占

信越集團 12 吋矽晶圓總產量約三分之二；SUMCO 位於山形縣的米澤工

廠，主要進行 12 吋矽晶棒與加工處理；MEMC 在櫪木縣的宇都宮工廠，

生產線涵蓋 8 吋與 12 吋矽晶圓，其中 12 吋矽晶圓的月產能約 20 萬片。

日本地震造成三家廠商合計約每月 100 萬片的 12 吋矽晶圓生產受影響，

倘若持續停工預計每月將造成約 75 萬片的需求缺口。
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第五章 AMOLED 再受關注，材料

將成重點 

一、事件敘述 

 自從 Sony 在 2004 年及 2007 年分別推出搭載主動式有機發光二極體

(AMOLED)面板的 PDA 產品「Clie PEG-VZ90」與 TV 產品「XEL-1」後，市

場對 AMOLED 面板的輕薄、高對比表現感到驚豔，也投入材料與產品的

研發，但因 AMOLED 的價格高昂與技術瓶頸，台日廠商相繼在 2007~2008

年停止研發與量產計畫。 

 自 2009 年開始，韓國三星陸續發表 2.2 吋到 3.7 吋 AMOLED 面板的手機，

但市場對 OLED 技術仍有疑慮，並未引貣廣大迴響，直到 2010 年宏達電

(HTC)首度採用三星 3.7 吋 AMOLED 面板推出 Android 智慧手機 Desire，

同時間 Google 也請宏達電代工 3.7 吋面板的自有品牌手機 Nexus One，

市場因此開始再度注意 AMOLED 的技術進展。 

 三星自 2010 年第二季開始發售 4.0 吋 Super AMOLED 面板智慧型手機

Galaxy S i9000，上市一年內全球銷售量已突破 1,000 萬支，並因此使三星

生產 AMOLED 面板的產能吃緊，也讓同樣採用 AMOLED 的宏達電 Desire

因供料中斷緊急改用 Sony 的 Super LCD 面板而引貣市場注意。韓國面板

廠三星與樂金(LG)因而開始增加 AMOLED 面板產能，除了擴充現有 4.5

代線產能達每個月 9 萬片與 2 萬片之外，也開始建立 5.5 代線因應日後

智慧手機與電視的需求。 

 

二、影響分析 

 自從三星在 2009 年發售 AMOLED 面板後，台灣面板廠友達(AUO)也重新

啟動 AMOLED 面板生產計畫，並在新竹規劃一條 3.5 代產線生產 3 吋面

板，預計 2011 下半年量產；此外也併購東芝移動顯示(TMD)的新加坡 4.5
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第一章 半導體材料產業 

第一節 材料概述 

IC製造

矽晶圓 光罩濕製程化學品 黃光化學品 高純度氣體介電常數材料
化學機械研磨液

及研磨墊靶材
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溶
劑

鹼
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阻
劑

去
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阻
劑
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劑

底
材

特
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氣
體

大
宗
氣
體

IC製造

矽晶圓 光罩濕製程化學品 黃光化學品 高純度氣體介電常數材料
化學機械研磨液

及研磨墊靶材
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溶
劑
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資料來源：工研院 IEK(2011/04) 

圖 5-1-1 半導體材料產業範疇 

 

說明： 

1. 矽晶圓 

矽晶圓是目前製作積體電路的基底材料(Substrate)。矽晶圓本身雖然導電性

不好，但是只要適當地加入一些離子，就可以控制它的導電性，在晶圓

表面製造出不同種類的電子元件，如電晶體和二極體。IC 設計工程師必

頇依據不同功能利用這些電子元件設計電路，電路設計完成後，所設計

的電路元件圖樣，透過積體電路製造技術，經過一系列繁複的化學、物

理和光學程序製作到矽晶圓上。
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第二章 構裝材料產業 

第一節 材料概述 

異
方
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導
電
膠

黏
晶
材
料

固
態
模
封

液
態
模
封

底
部
充
填
膠

金
線

錫
球

凸
塊

42
合
金

銅
合
金

PT
樹
脂

BT
樹
脂

蝕顯光
刻影阻
劑劑

IC構裝材料

導線架 IC載板

導線接著 模封保護 承載連結線路

 

資料來源：工研院 IEK(2011/04) 

圖 5-2-1 IC 構裝材料產業範疇 

 

說明： 

 IC 構裝材料是屬於 IC 封裝產業的上游原材料，其主要的功能在於承載、

散熱及保護裸晶(Die)，並提供電子訊號傳遞的路徑。 

 IC 構裝材料大致可區分為承載、連結線路、模封保護、導電接著四大部

分，其主要材料包含 IC 載板、導線架、金線、錫球與模封材料等五大材

料，材料依照封裝產品形態的不同所占的成本比重也不同，大致約占五

至七成左右。若以分項材料所占總材料成本的比重來看，IC 載板約占四

成，導線架約占兩成，金線約占兩成，模封材料約占一成，而錫球則占

一成以下。
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第三章 印刷電路板材料產業 

第一節 產品概述 

PCB

CCL 膠片銅箔 化學品

銅箔 玻纖布 樹脂 玻纖布 樹脂

乾膜 油墨 黑棕化 電鍍
除膠渣/
鍍通孔

表面處理 製程化學品

銅線 玻纖紗

PCB

CCL 膠片銅箔 化學品

銅箔 玻纖布 樹脂 玻纖布 樹脂

乾膜 油墨 黑棕化 電鍍
除膠渣/
鍍通孔

表面處理 製程化學品

銅線 玻纖紗

 

資料來源：工研院 IEK(2011/04) 

圖 5-3-1 印刷電路板材料的種類與功能 

 

說明： 

• 印刷電路板(PCB)製程相當繁瑣，在生產過程中所頇使用的材料主要有四

項：銅箔基板、銅箔、膠片及各類化學品，其中以銅箔基板佔原物料成

本比重最高。 

• 以下即就銅箔基板、銅箔、玻纖布、樹脂及聚醯亞胺等關鍵材料種類及

其特性作一簡扼說明。 

 

一、銅箔基板 

• 銅箔基板是製造印刷電路板之關鍵性基礎材料，利用絕緣紙、玻璃纖維

布或其他纖維材料等補強材料，經樹脂含浸的黏合片(Prepreg)疊合而成之
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第四章 液晶顯示器材料產業 

第一節 材料概述 

稜鏡片

擴散膜

CCFL
導光板

偏光板
玻璃基板

反射板

電晶體

Spacer液晶

配向膜

彩色濾光片

背光模組

BM樹脂

彩色光阻

補償膜

TAC膜
PVA

 

資料來源：工研院 IEK(2010/04) 

圖 5-4-1 液晶顯示器結構與材料 

 

說明： 

 液晶顯示器的結構複雜，使用的零組件與材料眾多，主要的零組件包含

彩色濾光片、偏光板與背光模組，其他的材料尚包括液晶、配向膜、框

膠以及製作薄膜電晶體所使用的靶材、光阻、光罩等微影製程材料。 

 彩色濾光片的關鍵材料如彩色光阻、BM 樹脂等，彩色光阻材料(Color 

Resist)為彩色濾光片(Color Filer)彩色濾膜之來源，與 LCD 面板產品之色彩

設計息息相關，加上佔有彩色濾光片材料成本將近五分之一，不僅是各

廠提高產品差異化之關鍵因素，更是彩色濾光片生產成本控制最重要之

材料。彩色光阻材料為感光性高分子組成之材料，運用黃光微影

(Photo-Lithography)之原理，可形成彩色濾光片之紅(R)、藍(B)、綠(G)三色

膜；黑色矩陣(Black Matrix；BM)以增強顏色對比、作為各畫素的間隔，同
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第五章 能源材料產業 

第一節 產品概述 

一、太陽電池材料概述 

(一)太陽光電產品材料結構 

正面電極(銀膠)

抗反射層

N型(擴散層)

P型(單晶/多晶矽晶片)

P+層(鋁膠)

背面電極(銀鋁膠)  

資料來源：工研院 IEK(2011/04) 

圖 5-5-1 矽晶型太陽能電池結構 

 

說明： 

 單晶/多晶矽晶片：為具有 P 型半導體性質之矽晶片，為太陽能電池之主

要基板，原料為多晶矽；利用植入 N 型粒子而形成另一層 N 型半導體(擴

散層)。 

 抗反射層：為一層透明薄膜，可改變光線的折射率，以增加電池對光的

吸收度。 

 導電膠：主要是用來形成電池上的電極及燒結之材料，銀膠用來形成正

面電極，銀鋁膠用來形成背面電極，鋁膠則是在背面銀電極印在矽晶基

板後，再印上燒結後作為背面電場增加電池效率。
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第一章 中國大陸電子材料產業政策 

表 6-1-1 中國大陸電子材料研究發展重點 

項 次 內 容 

1 2011 年由國家發展和改革委員會會同財政部、商務部公布『鼓勵進口技術和產品

目錄』，其中新增 IC 封裝、集成電路、LED、二次電池、包裝等項目及相關設備

作為鼓勵發展的重點行業。 

2 
中國大陸國家『863』科研計畫中，也將鋰離子電池材料列為新材料技術領域中

『高效能源材料技術專題』中。 

3 
中國大陸國家重點基礎研究發展計畫『973 計畫』項目中，納入『綠色二次電池

新體系相關基礎研究』與『新型二次電池及相關能源材料的基礎研究』兩大專項。 

資料來源：工研院 IEK(2011/04) 

 

說明： 

 中國大陸政府對於電子材料產業的發展政策，主要以國家「863」科研計

畫、國家重點基礎研究發展計畫(即 973 計畫)兩者做為研發主軸，『十二

五』計畫中有多項電子材料產品列名在『鼓勵進口技術與產品目錄』之

中，另外如『汽車產業調整和振興規劃』、『新能源汽車產業振興規劃』

中，也將鋰電池與相關材料視為重點發展項目。 

 在『鼓勵進口技術與產品目錄』之中的材料相關項目，包括『高密度集

成電路封裝技術』、『TFT-LCD、PDP、OLED 面板、配套材料製造技術』、

『功率型、高亮度半導體發光二極管關鍵材料技術』、『高技術綠色電池

產品製造』以及『電子級包裝用材料相關技術』，其中如鋰電池包括高性

能/低成本正負極材料、高性能隔離膜材料設計製造技術，鼓勵以買斷、

合作研發或取得許可方式引進國外先進技術與專利等，給與關稅減免與

不等比例之金額補助。另外在設備部分，則有『半導體檢驗設備』、『集

成電路芯片製造設備』兩項列為鼓勵重點。
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第二章 中國大陸電子材料產業個論 

第一節 中國大陸半導體材料產業 

一、中國大陸半導體材料產業結構 

IC製造

矽晶圓 光罩濕製程化學品 黃光化學品 高純度氣體介電常數材料
化學機械研磨液

及研磨墊靶材
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溶
劑
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阻
劑

去
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阻
劑

顯
影
劑

底
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特
殊
氣
體

大
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氣
體

寧波立立電子、
有研半導體、上
海合晶、洛陽單
晶硅、峨嵋半導
體…等

華誼、瑞紅、江
陰化學、聯創、
晶瑞、蘇瑞、北
京化學…

中芯半
導體

瑞紅電子化學品、
無錫化工研究院、
北京化學試劑所、
北京科華微電子…

液空中國電子材
料中心

 

資料來源：工研院 IEK(2011/04) 

圖 6-2-1 中國大陸半導體材料產業結構 

 

說明： 

 中國在半導體材料投入的廠商眾多，在主要材料的部份均有廠商進行技

術與產品開發，目前以矽晶圓、光罩、黃光化學品、濕製程化學品與高

純度氣體發展較佳，已進入中低階產品之供應。 

 中國在矽晶圓材料目前以 5 吋與 6 吋產品為主，部分廠商在 8 吋矽晶圓

已進入小量量產階段，至於 12 吋矽晶圓的生產製造仍處於研發與試產階

段。 

 光罩供應中國主要有中芯半導體 (高階光罩)與無錫華潤微電子 (中階光

罩)，目前中芯已可量產 65 奈米製程所搭配之光罩產品，自給率逐年增

加中。
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第一章 2011 年電子材料產業預測 

一、2011 年全球電子材料市場預測 

半導體材料 構裝材料 PCB材料

液晶顯示器材料 鋰電池材料 太陽光電材料

半導體材料 構裝材料 PCB材料

液晶顯示器材料 鋰電池材料 太陽光電材料
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資料來源：工研院 IEK(2011/04) 

圖 7-1-1 2009~2013 年全球電子材料市場規模趨勢分析 

表 7-1-1 全球電子材料產業市場預測 

產業別 2010(百萬美元) 2011(e)(百萬美元) 2011(e) / 2010(%) 

電子材料總體產業 110,041 115,479 4.9% 

半導體材料 22,913 24,382 6.4% 

構裝材料 19,649 20,372 3.7% 

印刷電路板材料 11,954 13,365 11.8% 

液晶顯示器材料 14,229 15,873 11.6% 

說明： 

 2011 年全球電子材料市場因電子產業復甦，預計市場需求將增加 5.5%，

從 2010 年的 1,100.4 億美元，增加至 1,154.7 億美元，但能源材料的太陽

光電材料的市場將微幅衰退，原因在於主要材料如多晶矽與矽晶圓價格

仍在下跌，其他並未有大幅成長。 

印刷電路板材料市場的成長率最高達 16.7%，半導體材料與構裝材料也有

超近 5％成長，液晶顯示器材料因 2010 年面板出貨面積大增與日幣升



 

 

第Ⅵ

篇 

第
二
章 

產
業
趨
勢
與
關
鍵
議
題 

 

第二章 產業趨勢與關鍵議題 

綜合本年鑑內容，電子材料產業趨勢與關鍵議題如表 7-2-1 所示，茲

將說明如下： 

表 7-2-1 我國電子材料產業趨勢與關鍵議題 

產業別 產業發展趨勢 產業關鍵議題 

半導

體材

料 

矽 

晶 

圓 

◎掌握上游原料為控制成本的重要

因素。 

◎ 仍在持續發展 18 吋矽晶圓。 

◎ 台灣的矽晶圓下游缺口目前仍頇進口

來填補強化。 

◎ 增加 12 吋矽晶圓的供應能力，以及

450mm 矽晶圓的研發。 

其 

他 

◎ 半導體技術的未來發展將朝向製

程微縮繼續發展。 

◎ 高介電金屬閘極製程未來發展將以

Gate last 為主，其所搭配之 CMP 技術

亦將成為未來重點發展之關鍵技術。 

構裝

材料 

模

封 

材

料 

◎ 半導體大量導入銅製程，且後段

封裝亦加速導入銅線封裝。 

◎ 銅線熱導性較高，因此模封材料所具

備之熱傳導係數也是未來材料發展的

重點。 

錫

球 

◎ 往微小化、高強度發展。 

◎ 無鉛化的需求使得錫球成份以

錫、銀、銅為主，但銀價高漲使

得銀的比重依照應用端需求而做

調整。 

◎ 考慮無鉛化對於產品在溫度與性能上

的影響。 

金

線 
◎ 銅線封裝已成未來發展趨勢。 

◎ 銅線產品長時間的品質與穩定性為技

術發展重點。 

印刷

電路

板材

料 

銅

箔 

基

板 

◎ 朝熱膨漲、合乎高速大量傳輸需

求發展。 

◎ 低熱膨漲、高信賴性的無鹵素材

料。 

◎ 環保材產品價格以及毛利較高，在毛

利不斷被壓縮下的廠商紛紛擴大環保

產品的比重。 



《2011 電子材料產業年鑑 》 
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